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印制板及组件清洗指南

1 概述

1.1 范围 本指南只适用于组装制程中印制线路组件的清洗。印制线路板清洗的信息将包含在另一

个单独的配套文件中。

1.2 ⽬的 本文件的目的是以一种容易校订/更新的方式，收集和更新了所有有关印制线路组

件（PWA）清洗的信息。

1.3 背景 在生产中，有关印制电路板（PCB）、印制线路板（PWB）和印制线路组件（PWA）的
清洗信息能在许多IPC文件和手册里找到，特别是：
• CH-65印制板及组件清洗指南
• SM-839施加阻焊膜前、后的清洗指南
• SC-60焊接后溶剂清洗手册
• SA-61焊接后半水基清洗手册
• AC-62焊接后水基清洗手册

尽管是从多个不同成员使用的记录收集来的，但不可能确保掌握所有的信息。

1.4 ⽬前出现的清洗相关挑战 由于20世纪90年代早期低残留物（即免洗）的助焊剂/焊膏的出现，
许多人认为不再需要清洗。这个结论忽视了继续朝着更细间距、更高可靠性要求、更高密度封装、

底部填充剂附着以及成本降低的趋势发展。由于组装后清洗通常可去除所有上游脏污，行业必须转

向清洗印制线路板和清洗元器件制程、清洗封装和超净工作场所。如此将使组装后清洗变得更加繁

重及复杂。

最近，焊接工艺转变为无铅镀层/表面处理及焊料合金，通常采用更高的焊接工艺温度。生产助焊

剂/焊膏时需要考虑更复杂的配方组成来达到免清洗焊接，当焊接完成时，不会产生空洞、锡球或者

其它可靠性问题。

无卤层压板的出现，以及其它可能被限制的工业制程化学品，将产生新的工艺挑战。

有效清洗模板的能力变得非常重要。更多模板印刷的要求已经出现在精细和超细部件，以及球栅阵

列。清洁的模板是传递适量焊膏的必需品。当前的细间距装置很可能出现部分或者完全阻塞模板网

孔的现象。据估计，大约70%的表面贴装焊接缺陷是由于焊膏印刷的问题。模板清洗工艺包含在一份
单独的标准里。

环境和工人安全问题在当前的清洗考虑中占了很大的一部分。组装界必须考虑的因子包括VOC、
BOD、COD（挥发性有机物、生化需氧量和化学需氧量）、废水处理、重金属、密闭循环和酸碱值。
依据有关法规的要求（联邦和/或者地方），可以是这些因子中的一个或者多个来决定清洗工艺及相

关设备的选择。

1.5 本⽂件章节

1.5.1 第⼆章：适⽤⽂件 本章节包含适用于焊接后清洗电子组件所参照的行业标准、联邦法规、

测试方法和工具。文中并非交叉引用所有这些文件。为了方便读者，会在以下列出。
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